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  4.研究方法及成果：本章節之各項細目可自由設定，但請包含
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	一、中文摘要(及關鍵字)







在此計畫中主要是建立一個應用在RF電路電感的資料庫，而主要的幾何結構是以方形及八角形為主。不同的圈數的電感實現經量測，來萃取其寄生電阻電容，以便可規化模型。

    Abstract





In this project, it is to build a database of inductor applied in RF circuit and the geometry of inductor is rectangular and octagon. Different-sized inductors are implemented and measured to construct the scaling models for extracting their parasitic resistance , capacitance and inductance.  
Keywords

Q值，Q-factor，fQmax，Qmax。
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二、計劃緣由與目的
    單晶片電感(monolithic inductor)已被廣泛應用在各種射頻積體電路上，‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
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· ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

2、 研究方法與成果

3.1設計原理與方法





    基本上，感應放大器(sense amplifier)本


身即為一比較器，但其解析度會受限於元件之
不匹對(device mismatch),‧‧‧‧‧‧‧‧


	
	3.2電路架構






    圖一為比較器之電路架構，其中之電流‧
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3.3模擬
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五、結論與討論
· ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
六、參考文獻
1. Chung-Yu Wu, Ping-Hsing Lu, and

  Ming-Kai Tsai,"Design techniques

  for high frequency CMOS Switched-

  Capacitor filters ........

2. T.I. Kamins, G.T.Gong,". ‧‧‧‧‧‧‧.....

七、圖表

	
	
	


***  Chip Features



                  


CAD Tools  ***

CKT name           :  (設計名稱)


HSPICE
Technology           :  (使用製程)
   

OPUS
Package             :  (包裝種類)

Chip Size             :  (晶片面積；mm2)




Transistor/Gate Count  :  (電晶體/邏輯閘數)





Power Dissipation      :  (功率消耗；mW)





Max. Frequency       :  (最高工作頻率，MHz)





Testing Results         : □function work  □partial work   □ fail

（partial work或fail時請勾選以下之符合原因）

□ Layout佈局考慮不周 (電路佈局不對稱或純粹佈局相關失誤)
· 量測儀器之量測範圍考量不周詳導致無法量測或無考慮量測儀器的負載效應
· 佈局考量不周及缺乏完整的EM驗證 (Both)
· 電路設計考量不周 (Design Rule未仔細閱讀等)
· 未考量製程或bonding的variation
· 後製程失敗
· 其他,請說明：__________________________________________
	佈 局 平 面 圖



